MEMORIAL DESCRITIVO - DISCO DFM2800

1. INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO

Fungéao: Realizar a montagem de Wafers de ®300mm de didametro em fr ames
metalicos

Modelo: DFM2800
Fabricante: DISCO Corporation

2. FOTO DO EQUIPAMENTO

DFM2800

DGP8761



3. DESCRIGAO DO EQUIPAMENTO

A DFM2800 é uma maquina montadora de
wafers de silicio especializado para integragao
em um sistema em linha com sistema de
afinamento, para processar wafers ultrafinos de
®300 mm. Ele monta wafers que foram
desbastadas com o sistema DGP8761 em fitas
de corte com frames e remove a fita de
protecado da area ativa de forma estavel.
Também é compativel com a aplicagcao de DAF
(Fita de anexacgao de unidades) com fita
integrada, necessaria para a fabricacao de SiP
(Sistema em pacote) de proxima geragao.

Para atender aos requisitos de afinamento de
wafers de 300 mm com espessura inferior a
25 um, o risco de quebra de wafers ultrafinos é
minimizado pela redu¢do do numero de etapas
de manuseio do wafer para apenas 20% em DFM2800
relagdo ao modelo existente.

Além disso, um mecanismo de limpeza foi instalado em cada plataforma/mesa de manuseio
para evitar a quebra do wafer causada pela intrusao de particulas.

*Imagem meramente ilustrativa

Para evitar qualquer perigo para os operadores, intertravamentos de hardware sao
instalados em locais inerentemente perigosos, impossibilitando a abertura do equipamento
durante processamento.



Seguem abaixo as sec¢des e sistemas embarcados no equipamento:

Descarregamento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Remogao
da fita de
protecao

Mesa de
inspecdo Recepgao
(em linha)

Recepcéao do wafer da unidade de lixamento;

Irradiagdo UV na fita de protecao frontal da pega (quando a fita UV é utilizada);
Transferéncia da pega para a mesa de inspe¢ao (quando a inspec¢ao é necessaria);
Alinhamento usando processamento de imagem;

Montagem da pega com fita de corte ou fita DAF 2 em 1;

Remocao da fita de protecdo da area ativa da peca;

Armazenamento do frame com fita (com o wafer montado) no cassete.



4. ESPECIFICACOES

Especificacdo Unidade Dado

Tamanho de peca suportado mm $200 / $300
Precisao de fixacdo do wafer e diregcao X/Y (montagem

mm +/- 0,5 ou menos
em quadro)
Z;Z%Ifc?)o de fixacdo do wafer e direcao 8 (montagem em oC +/- 0,5 0U Menos
Preciséo de fixacao da fita de corte e diregcao X/Y mm +/- 1 ou menos
Dimensbes do equipamento (LxPxA) mm 2150 x 2643 x 1800
Peso do equipamento kg Aprox. 3100




